[Uvod do hardware



Zakladni principy pocitacu

PocitacC zpracovava vstupy ze vstupnich zarizeni a
vysledky vypoctu predava na vystupni zarizeni.
Poprve bylo toto schema navrzeno von
Neumannem v roce 1945
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Zakladni principy pocitacu

Historie samocinnych pocitacich stroju Ize rozdeélit do
nekolika generaci:

0-1. generace — obdobi druhe svetove valky a tésné po
ni - prikladem je napr. ENIAC, prvni pocitac logicke
konstrukce podobné pocitacum souCasnym. Tyto
pocitaCe byly salové a Casto vazily mnoho desitek tun,
technicky byly zalozeny na elektronkach, nebo rele.
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Zakladni principy pocitacu

2. generace — 60.léta - prechod od neefektivnich,
poruchovych elektronek k tranzistorim (tedy k
souCasné hlavni soucastce vSech pocitacu). Rysem
vyssi rychlost a spolehlivost. Hlavni slovo zde jiz
maji polovodice.V teto dobé se rovnez objevuji
prvni programovaci jazyky (Fortran, Algol a Basic).
Druha generace rovnez prinasi prvni site LAN.



Zakladni principy pocitacu

v O

3. generace — 70. léeta — predstavuje integrované obvody, ktere
umoznuji celkové zmenseni konstrukce. Integrované obvody, tedy
integrace vétsiho mnozstvi soucastek na jeden obvod, umozni i
vyrobu malych pfenosnych pocitacu. Zde je velkym prakopnikem
firma IBM, ktera predstavila System IBM360 — prvni elektronicky
pocitaC na svete, z této doby rovnéz pochazeji klasicke kalkulacky,
tak jak je zname ze soucCasnosti. DalSim zajimavym vynalezem té
doby je operacni system Unix, ktery se pouziva s vétSimi Ci mensimi
obménami dodnes.




Zakladni principy pocitacu

4. generace — zacCina u nas neslavnym rokem 1968, dochazi k
dalSi miniaturizaci integrovanych obvodu a v roce 1969 také k
vyrobe prvniho mikroprocesoru Texas Instrument. V témze
roce pfichazi s prvni procesorem i firma Intel (4004). Ctvrta
generace vSak plne nastupuje az v osmdesatych letech a je
charakterizovana takeé jako obdobi nastupu novych
pamétovych médii (disket, pevnych diskd). V soucasnostsi
jsme na hranici Ctvrté a paté generace. Rok 1972 je rovnéz
rokem, kdy se na pocCitaCe dostaly pocCitaCové hry. Je rovnez
potfeba pripomenout oznaceni PC (tedy Personal computer),
jeho autorem je firma IBM a pochazi z roku 1981. Rozhodne
se ale nejednalo o prvni pocitaC sveého druhu. Prvni pocitac
Apple spatril svétlo svéta v roce 1976. V roce 1983 pak
spatrilo svelo sveta prvni GUI firmy Apple (na systéemu LISA)



Zakladni principy pocitacu

Vsechny moderni pocCitaCe dnes vyuzivaji k funkci
polovodice, tedy prvky, které za urcitého stavu
proud vedou, nebo nevedou. Tato fyzikalni
vlastnost je pro pocitace velmi zajimava z
jednoduchych duvodu:

o Lze ji predvidat — jsou presné definované podminky za
jakych dany prvek proud vede a za jakych nevede

o Stav, zda proud vede, Ci ne Ize jednoduse vyjadrit pomoci
Cislic 1 a 0, tedy za pomoci binarni soustavy.

Diky tomuto jednoduchému pravidlu Ize pomoci
vhodnych prvku plné programovat chod kazdého

pocitace.



[Zékladnl’ principy pocitacu

Soucasneé pocitacCe jsou z principu navrzeny
tak, aby vykonavaly predem definovaneé
cinnosti, tj. jsou naprogramovane. Neumi se
tedy naucit plné vsechny funkce. Schopnost
pocitaCe se neco ucit, musi byt rovnez
naprogramovana = nauci se jen to, co mu
rekneme, aby se naucil.

Z tohoto duvodu je hlavni ulohou pocitacu
zpracovavat ulohy jez se periodicky opakuiji,
nebo probihaji vzdy stejne, nebo obdobne.



Typy pocitacu

Salové pocitaCe — dnes zastaralé, postupné vyfazované z provozu, velké, narocné na
obsluhu, drahé na provoz

Cloud clustery — protivaha k salovym pocitacim — velké mnozstvi menSich vypocetnich
jednotek, geograficky nezavisle rozprostrenych, tj. x mensich pocitacl tvori jeden velky
logicky.

BCS servery — pocitaCe urCené pro kritické aplikace, neni tolerovan vypadek delSi nez
0.00001% Casu z 24x7x365

Servery — pocitacCe s vysokou vykonnosti a spolehlivosti urCené pro provoz 24x7x365

Osobni poditaCe — pocitaCe uréené pro bézné kancelarské i multimedialni funkce,
kompaktni rozmery, statické umisténi

Notebooky (laptopy) — pfenosné pocitace pro bézné kancelarské i multimedialni funkce,
kompaktni rozméry, mobilita, nezavislost na elektrickém napajeni

Netbooky — vykonnostné nejslabsi pocCitaCe klasické konstrukce s vysokou nezavislosti
na elektrické energii, urCeny pro jednoduché kancelarské Cinnosti.

Ostatni — smartphony, tablety, PDA atd. — ur€eny pro mobilni pouZiti, vysoka nezavislost
na elektrické energii, maly vykon dostacujici pro rychlé a jednoduché ulohy



Zivotné duleZité komponenty
[poél’taét‘] klasické stavby

CPU — procesor

Zakladni deska

BIOS (firmware apod.)
Operachni pamet

Zdroj napajeni

Datové ulozisté, nebo host bus
adapter



DalsSi podstatne komponenty

Pocitacova skrin
Chladici systém
Pridavne karty
Graficke akceleratory
Zvukoveé karty
Sitoveé karty (dratové, bezdratove)
Multimedialni adaptery
Radice pevnych disku

Port extendery (rozSifeni poctu USB, IEE1394a
portu)



Periferni zarizeni

Vstupni zarizeni
Klavesnice

Mysi

Trackbally
Tablety
Scannery
Dotykove displaye
Vystupni zarizeni
o Zobrazovaci zarizeni (monitory, projektory)
o Tiskarny

o Reproduktory

o Plottery

O O O O O O



Slovnik pojmu — zakladni
desky

Zakladni deska — Zakladni propojovaci komponenta, slucuje vSechny
komponenty do sebe a prostrednictvim chipsetu fidi komunikaci s CPU. Dale
distribuje napajeni pro nékteré komponenty a disponuje vstupnimi a
vystupnimi konektory.

Chipset — Cipova sada — fidici prvek pocitaCe, odpovida za fizeni komunikace
mezi komponentami a procesorem, fyzicky spojuje jednotlivé sbérnice
dohromady.

BIOS — Zakladni software kazdého pocitaCe, ulozeny obvykle v EEPROM
pameéti, dnes ma k dispozici pameét flash, kam uklada nastaveni. Zajistuje
kontrolu a spravné spusteni jednotlivych komponent hardware, overuje
vsechny obvody, eviduje parametry jednotlivych zarizeni, umoznuje
nastavovani nékterych parametrl zafizeni. Spousti iniciaci operaéniho
systemu.

UEFI — moderngjsi varianta BIOS, resp. rozSifeni. Na rozdil od BIOS neni
platformeé zavisly na pouzitém CPU. Je to v zasadé interface nad urovni BIOS
(pfipadné non-BIOS) feSeni.



Slovnik pojmu — zakladni
desky

Sbérnice — Zajistuje komunikaci mezi dvéma zarizenimi (obvykle chipsetem a
zarizenim, nebo procesorem a chipsetem). Sbérnice ma vzdy stanoven
komunikacni standard (protokol, jazyk), pomoci kterého komunikuje s okolim.

Jumper — propojka, pouziva se k hardware konfiguraci parametrt zakladni
desky (napf. nastaveni frekvenci sbérnice, reset flash, nebo CMOS paméti).

DIP switch — Obvykle sada pfepinacu v pouzdfe, nastavuji se pres né
parametry zakladni desky

North bridge — severni mustek chipsetu — odpovédny za komunikaci
procesoru a paméti se zbytkem pocCitaCe, na northbridge konci také sbérnice
PCI Express 16.

South bridge — jizni mustek chipsetu — odpovédny za napojeni vSech sbérnic
mimo procesor, pamét a PCl Express 16. S Northbridge spojen specialni
sbérnici.

Socket — patice pro umisténi Cipu procesoru, patice muze mit rizné podoby
(napf. LGA, ZIFF atd.)



Zakladni desky

Popis zakladni desky z hlediska funkce tj. k
cemu je, co ovlivauje

Definice hlavnich komponent

Popis Cipove sady z hlediska funkci

Zamerit se na vyvoj konstrukce zakladni desky
ve vztahu k pamétem a procesorum rodiny Intel
Nehalem (Westmere, Sandybridge), AMD 64,
Opteron atd.

Vypsat formaty zakladnich desek

Vénovat se sou€asnym trendum zakladnich
desek



Jste schopni popsat schéma zakladni desky?

GA-N680SLI-DQ6 Motherboard Layout

GA-N680SLI-DQS

GEATA GBATARD PWR_LED
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AMD chipsety

A75 FCH AMD FM1 A-/E2-
760G/SB710 AMD AM3+
880G/SB850 AMD AM3+
990X/SB950 AMD AM3+
870/SB850 AMD AM3+
970/SB950 AMD AM3+
980G/SB950 AMD AM3+

990FX a X/SB950 AMD AM3+



Intel Z77

Intel H77

Intel Q77

Intel C608

Intel H61

Intel P67

Intel C202/204/206
Intel H67

Intel Q67/QM67/QS67
Intel Z68

Intel 5500

Intel 3450

Intel H57/Q57/H55
Intel P55

Intel UM67

Intel HM55

Intel chipsety

Intel i3,i5 vy Bridge

Intel i3,I5 Ivy Bridge

Intel i5,i7 lvy Bridge fady 3xxx

Intel E5-26xx, E5-24xX, E5-4xxx

Intel i3-2xxx/i5-2xxx Sandybridge

Intel i3-2xxx/i15-2xxx/i7-2xxx Sandybridge
Intel i3-2xxx/i15-2xxx/i7-2xxx Sandybridge
Intel i3-2xxx/i5-2xxx Sandybridge

Intel i3-2xxx/i5-2xxx Sandybridge

Intel i3-2xxx/i15-2xxx/i7-2xxx Sandybridge
Intel Xeon E55xx

Intel Xeon W3xxx

Intel Core i3, i5

Intel Core i5, i7

Intel Celeron, Core i5, i7 mobile Sandybridge

Intel Celeron, Core i5, i7 mobile



Procesory a jejich sockety
CPy

Intel Xeon E56xx LGA1366

Intel Core i3-2xxx, i13-3xxx (lvy Bridge) LGA1155

Intel Core i5-2xxx a i5-3xxxx (lvy Bridge) LGA1155

Intel Core i3-xxxi,5-xxx LGA1156

Intel Xeon E5-26xx LGA2011 (Ivy Bridge)
Intel Core i7-xxx LGA1366

Intel Core Xeon W3xxx LGA1366

Intel Xeon E7-xxxx LGA1567
AMD Phenom Il X2, X4, X6 AM3/AM3+
AMD Athlon Il X2, X3, X4 AM3/AM3+
AMD A4,A6,A8, Athlon Il X4-631 FM1

AMD Sempron AM3/AM3+
AMD 8xxx FX (Bulldozer) AM3+

AMD Athlon FX Socket F 1207

AMD Opteron 61xx G34



Slovnik pojmu - CPU

RISC — architektura zalozena na zjednodusenych instrukci, na hardware
uroven se integruje minimum funkci, vétsi velikost zpracovaného kédu

CISC — architektura zalozena na slozenych a slozitych instrukci, integrovano z

vEwv s

RISC in CISC — kombinace obou architektur, kdy CISC CPU ma zakladni
soucasti realizovany jako RISC.

Cache — vyrovnavaci pamét, urovné L1,L2 nékdy L3. Slouzi k odkladani dat
pred zpracovanim a po zpracovani v CPU (aby CPU bylo zasobovano
dostate¢né rychle praci). Jsou velmi rychlé.

SSE, SSE2, MMX - rozsSifeni instrukéni sady procesoru Intel i AMD (Intel ma
vSak patent)

HT (hyperthreading) — virtualni rozdéleni fyzického procesoru (nebo jadra) na
vlakna do kterych Ize rozdélit aplikace (je potfeba podpora aplikaci)

FPU — Floating point unit — integrovana soucast CPU pro vypocCty s plovouci
desetinnou ¢arkou (doména procesoru Intel)

VT/AMD-V — hardware rozSireni pro virtualizaci



Procesory

o Definovat pojem
o Popsat zakladni princip

o Popsat zakladni parametry (socket, taktovaci
frekvence, pocCet jader, vyrovnavaci pameti,
technologie vyroby, instrukCni sady)

o Deéleni procesoru z hlediska cilovych pocitacu
o Obecny prehled aktualnich CPU na trhu
o Trendy souCasnych procesoru



CPU

U Intelu je potfeba davat pozor na konkrétni specifikace.
Kazdé CPU je potfeba ovéfit na nize uvedeném linku:

http://ark.intel.com/products/codename/29900/Sandy-Bridge

Resp. http://ark.intel.com/
Struktura znaceni CPU

U CPU nejde v souc€asnosti vubec o frekvenci, ale je potfeba
si hlidat predevsim:

o Cache paméti

Rychlost pamétové sbernice

Typ grafického Cipu

Pocet jader

TDP (tj. spotfebu)

O O O O


http://ark.intel.com/products/codename/29900/Sandy-Bridge
http://ark.intel.com/
http://www.intel.com/products/processor_number/about/core.htm

[CPU
= AMD CPU

Prehled: http://products.amd.com/en-
us/DesktopCPUResult.aspx - pro

desktopy

Prehled: http://products.amd.com/en-
us/DesktopAPUResult.aspx - APU

Prehled: SERVERY



http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx
http://products.amd.com/en-us/DesktopAPUResult.aspx
http://products.amd.com/en-us/OpteronCPUResult.aspx?f1=AMD+Opteron%e2%84%a2+6100+Series+Processor

[Materiély pouzitée na CPU

Kremik

Med
Germanium
Stribro
|zolacni hmoty
Cin

Olovo

Prehled historie CPU:
http://www.cpushack.com/



CPU
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CPU

Legendarni procesory:
Intel
Intel 4004, 8086/8088 — procesory, které znamenaly pro Intel zisk renomé a trzni pozice. Vdéci za to predevsim
uspéchu IBM PC.
Intel Pentium 1l — Prvni CPU, které opustilo tradi¢ni pojeti procesoru do slotu. Ve své dobé v pravdé revolu¢ni
reseni.
Intel Pentium 11l — ve své dobé ne revoluc¢ni, ale spiSe evolucni, avSak pro dalSi procesory Intelu zasadni. Na
nékterych prvcich Pentia Ill funguji vSechny souCasné procesory.
Intel Pentium IV — posledni z rodiny CPU Fady Pentium a slepa vyvojova vétev.
Intel Core i série - prvni Intel CPU, které opustily tradicni pojeti paméti pfipojené na severnim mustku chipsetu.
AMD
AMD 286/386 — prvni vice rozS§ifené procesory AMD, uspésné hlavné v nasich koncinach diky jejich nizké cené a
srovnatelnému vykonu s Intelem. (asi nej¢astéjSi u nas AMD 386D X-40)
AMD K5 — procesor postaveny na technologii i486 s deklarovanym vykonem Pentia, ur€eny spiS pro levné
sestavy. Naslednikem AMD K6, ktery rozhodné nebyl nikterak povedenym procesorem.

AMD Athlon a Duron — procesory postavené proti platformé Intel PII, jsou prvni procesory, které pouzivaji vlastni
zakladni desky a vlastni Cipové sady. U nas zaznamenavaiji velky uspéch diky cené a dobrému vykonu. Je to
rovnéz prvni fada procesoru u kterych se prodavalo chlazeni zvlast a stal se z néj zajimavy artikl. (objevuji se
firmy jako Thermaltake)

AMD Athlon 64 — prvni dostupny procesor s podporou x64 pro bézné uzivatele (Intel s technologii EM64T pfisel
az pozdéji u procesoru Pentium 4), procesor dostupny pro legendarni socket 939.

AMD Opteron — spolu s Athlonem 64 zacina svoji velmi uspésnou pout’ i procesor Opteron a ziskava vcelku
rychle markatni podil na trhu servert diky operacni paméti pfipojené pfimo na samotny procesor.



AMD Athlon XP

Intel Pentium
Pro Intel Itanium

Intel Pentium
Overdrive

Intel Pentium I

78454382




Pameéti

Operacni pameti a pameti typu cache

o Historicky vyvoj (strucné)

o Definice k cemu slouzi

o Zakladni deleni

o Popis parametru (rychlost sbérnice, Casovani,
typ modulu)

Technologie operacnich paméti (ECC, Chipkill)
Vyuziti paméeti typu cache

O
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Pameti — slovnik pojmu

DRAM - dynamicka pamét, pomalejsi, levnéjsi, pouzivana jako operacni pamét, nebo videopamét
SRAM - staticka pamét, rychlejsi, podstatné drazsi, pouzivana jako cache pro CPU.

ROM - read only memory, pamét pouze pro ¢teni

RWM — Read Write memory — pamét’ pro &teni i zapis

RAM — Random access memory — pamét’ s nahodnym pfistupem

DDR - Double Data Rate — paméti, které pfenaseji data na obou koncich ¢asového cyklu (v zasadé
dvojnasobkem pracovni frekvence), jsou rychlejsi. Evoluéni typ paméti je pak DDR2, DDR3, které pfenaseji
v ramci jednoho ¢asového cyklu 4 resp. 8 operaci (DDR3).

CAS (Casovani) — zpozdéni dat na vystupu z paméti po jejich vybéru, nebo zpozdéni pro jejich zapis
DIMM — double inline memory module — standardni podoba sou¢asnych paméti, je kliCovana mechanickym

zamkem podle konkrétniho typu modulu (DDR2, DDR2). Vyrabény verze 168pin, 184pin, 240 pin. Existuje i
verze SO-DIMM ur€ena pro notebooky (144 pinu).

SIMM - Single inline memory module — star§i podoba pamétovych modult (vyrabény verze 30pin a 72pin)
ECC — error correction control — technologie opravuijici jednobitové chyby v paméti

Chipkill - Roz§ifena forma ECC, patentovana IBM, dovoluje opravovat chyby u vice modult

L1 cache — u CPU, tvofena SRAM o velikosti nékolika desitek KB, je pfimo v CPU

L2 cache — u CPU, tvofena DRAM o velikosti nékolika set KB az megabytd, slouzi jako provozni odkladaci
pamét’ procesoru, je mezi operacni paméti a CPU

L3 cache — u CPU, tvofena DRAM, obvykle o velikosti nékolika MB, je mezi L2 cache a paméti, slouZzi jako
pomocna pamét a je spole€na pro vSechna jadra CPU



Struktura referatu - pameti
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Struktura referatu

Pevne disky
o Definice pojmu, zakladni popis principu
fungovani

o Parametry (rychlost otacek, kapacita,
vyrovnavaci pamet cache, optimalizacni funkce,
typ rozhrani, format)

Déleni disku z hlediska vyuziti
Priklady vyrobcu z praxe

Proveést srovnani s disky typu SSD
Popsat trendy

O O O O



Slovnik pojmu — pevné disky

Interface — typ komunikacniho rozhrani s okolnim svétem, dnes SAS, SATA, FC, iSCSI, FCoE.

Disk controller (fadi€ disku) — komponenta bud' integrovana, nebo externi v podobé karty, ktera
zprostfedkovava komunikace mezi diskem a okolim.

Diskova cache — vyrovnavaci pamét pevneho disku urCena pro odkladani dat ke zpracovani, nebo
zpracovanych.

RAID - logicky zpusob ukladani dat na vice, nez jeden disk tak, Ze proti aplikacim se uskupeni téchto disku
tvafi jako jeden disk.

Diskové pole — je sestava pevnych diskdl v ramci jednoho zafizeni uréena k logickému skladani do RAID
urovni. (diskové pole maze byt virtualni, nebo fyzicke)

SATA - nejpouzivangjsi interface, velmi jednoduchy, sériové zapojeni pevnych diskl, dnes standard SATA3
(teoreticka propustnost 6Gbit/s), data proudi po kabelech bez upravy a logického fizeni, levné feSeni.

SAS - interface pro servery, je upraveny tak, aby cela komunikace s okolim byla fizena prostfednictvim
specialniho jazyka, integruje prvky vySsi dostupnosti a je uréen pfedevSim do diskovych poli. Je zpétné
kompatibilni s technologii SATA (na SAS fadiC Ize osadit SATA disk, opacné nikoliv). Sou¢asny standard je
SAS 6G (6Ghit/s)

FC — fibre channel — specialni protokol a interface ur€eny pro vysokorychlostni pfenosy s absolutni
spolehlivosti, pouziva se pfedevsim v sitich SAN, pouziva se optické vedeni dat v kabelazi. Sou€asny
standard je FC 8Ghit/s.

SAN - Storage area network — je uspofadani ulozist' a jejich uzivatelt v ramci vyhrazené datové sité, pro
SAN sité jsou pouzivany specialni standardy (napf. FC, iSCSI, nebo FCoE)

Storage — uloZisté — je to obecné oznaceni pro systém schopny uchovavat trvale data, mezi storage systémy
|ze zafadit: samostatné disky, diskova pole, paskové a archiva¢ni mechaniky, SSD pole, SSD disky atd.



Pevne disky
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Power Tape Seal
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Prehled kliCovych parametru
pevnych disku

Kapacita — az 3TB
Rozhrani — SATA, SAS, ISCSI, FC
Velikost chassis — 19,1,8%, 2,5% 3,5°

Dle pouziti — desktopy, notebooky, pracovni
stanice, servery

Cache — az 64 MB
Rychlost otacek — 4200, 5400,7200,10000, 15000
Funkce — Hotswap, NCQ, S.M.A.R.T



SSD disky

Novy zpusob ukladani dat
Podobné klasickym flash diskum

Srovnani s pevnym diskem:
Jsou rychlejsi jak pevné disky
Jsou uspornéjsi
Nejsou nachylné na poskozeni narazem
Jsou citlivéjsi na poskozeni vlivem statického vyboje
Podstatné drazSi na 1GB kapacity
Bez mechanickych soucasti
Nejsou bézne dostupné SAS a FC verze
Horsi vydrz pfi intenzivnim zapisu
Vyrobci: Corsair, Kingston, Intel, OCZ, Patriot
Dva druhy: MLC a SLC



Zobrazovaci zarizeni

Zobrazovaci zarizeni
o Pripojitelnost
o Déleni z hlediska vyuziti

o Zakladni parametry — pro vybrane zarizeni

vyrobce Cipu, velikost pameti, rozhrani, pocCet
pripojitelnych displayu, pocet renderovacich jednotek
atd. — u grafickych karet

Monitory — typy zobrazovace, déleni LCD, Plazma, typ
podsviceni, kontrastni pomery, rychlost, pozorovaci
uhly

o Priklady z praxe

o Trendy



[Zobrazovaci zarizeni

Pripojitelnost

o DSUB - analogove

o DVI-D — digitalni

o DVI-I — analog/digital

o HDMI — digital vCetne zvuku
O

O

O

DisplayPort — digital vCetne zvuku
USB

Graficke karty do pocitace pak vylucne
pomoci PCIl-Express 16x



[Zobrazovaci zarizeni

Déeleni z hlediska vyuziti (graficke
karty)

o Integrovana reseni do CPU, nebo
chipsetu (Intel HD 2000, GMA950,
Radeon 6300 atd.)

o PCIE graficke karty pro herni vyuziti
(rodiny Radeon a GeForce)

o PCIE grafické karty pro profesionalni
vyuziti (rodiny Quadro a FirePro, nebo
Matrox)



[Zobrazovaci zarizeni

Déleni z hlediska vyuziti (monitory)

o Kancelarské monitory (vydrz, horsi
zobrazovaci parametry grafiky)

o Herni monitory (cena, rychlost)

o Multimedialni monitory (cena,
multimedialni funkce, rychlost,
podsviceni)

o Profesionalni monitory (vydrz, kvalita
zobrazeni, podsviceni, kalibrace)



Zobrazovaci zarizeni

Parametry — graficke karty

Typ pripojeni (PCIE 16X, integrované reseni)

Typ Cipu — radeon, geforce,quadro,firepro,firegl atd.
Podporovana APl — OpenGL, DirectX,PhysX
Mnozstvi pameti (dnes obvykle 1 GB)

Pocet vypocletnich jednotek (stream procesoru)

Sitka pamétové sbé&rnice — u vykonnych 256bit, min.
128bit

Taktovaci frekvence jadra a pameéti
Provedeni (1,2,3 sloty)

O O O O O O

O



[Zobrazovaci zarizeni

Parametry — monitory

O

O

Typ monitoru — LCD, Plazma, CRT

Typ zobrazovace (LCD) — TN, PVA, SPVA, S-
IPS

Typ podsviceni — zarivky (zalezi na jejich
poctu), LED diody

Kontrast — nejlepsi kolem 1:1000 (realna
nodnota)

Rozliseni — nativni pro LCD i Plazmu, ostatni
vznikaji prepoctem




Zobrazovaci zarizeni

Priklady z praxe:
o Kombinace grafické karty a vhodného monitoru pro hrani her:

Graficka karta PCI-Express z rodiny Radeon 68xx, nebo
nVidia GTX 580

Monitor s technologii TN, s LED podsvicenim, s vysokou
rychlosti (pod 2ms)

o  Kombinace grafické karty a vhodného monitoru pro 3D CAD:

Graficka karta PCIE-Express z rodiny Quadro 2000 a vySsi,

nebo lepsi

Monitor s technologii S-IPS, v€etné kalibracniho SW
Vybér grafickych karet pro profesionalni pouziti je nutné vzdy
konzultovat s vyrobcem pouzivaného grafické SW (karta by méla byt
pro tento SW certifikovana)



[Zobrazovaci zarizeni

Ostatni zobrazovaci zarizeni

o Projektory — urCujici parametr je rozliseni
zobrazovace (nativni u LCD, flexibilni u
DLP), svitivost (udavana v AnsiLm),
pomer stran a technologie (DLP,
LCD,LED)

o Interaktivni tabule
o OLED panely



Zobrazovaci zarizeni

Standard Rozliseni Pocet bodl (MPx) Pomér stran

Standard Sitka (bod) Vyska (bod)

VGA Video Graphics Array 640 480 0,31 1,33
WVGA Widescreen VGA 854 480 0,41 1,78
SVGA Super VGA 800 600 0,48 1,33

XGA Extended Graphics Array 1024 768 0,79 1,33

HDTV 720p High-Definition TV 1280 720 0,92 1,78
WXGA Widescreen XGA 1280 768 0,98 1,67
XGA+ XGA + 1152 864 1,00 1,33
WXGA Widescreen XGA 1280 800 1,02 1,60

WXGA+ Widescreen XGA + 1440 900 1.3 1,60
SXGA Super XGA 1280 1024 1,31 1,25
SXGA+ Super XGA + 1400 1050 1,47 1,33
WSXGA+ Widescreen Super XGA + 1680 1050 1,76 1,60
UXGA Ultra XGA 1600 1200 1,92 1,33
HDTV 1080p High-Definition TV 1920 1080 2,07 1,78
WUXGA Widescreen Ultra XGA 1920 1200 2,30 1,60
QXGA Quad XGA 2048 1536 3,15 1,33

WQXGA Widescreen Quad XGA 2560 1600 4,1 1,60



Prehled — vymenitelna
zarizeni

Vymenitelna uloziste
o Definice pojmu
o Deleni dle
Technologie
Kapacity
Vyuziti
o Parametry (kapacita, rychlost, pocCet
zapisovych cyklu, moznost zapisu atd.)
o Vyuziti v praxi



Skrine, zdroje, chlazeni

Skrine, zdroje, chlazeni
o Definice
o U skrini

Déleni

Formaty

o U zdroju

Parametry

Standardy ucinnosti (Silver, Gold, Platinum)
o U chlazeni

Déleni

Popis zakladnich typu



Skrine, zdroje, chlazeni

PocCitaCova skfin je standardizovany ,obal”“ pro ostatni komponenty

Dnes se fidi pfedevsim standardem ATX (2.0.3), ale nékteré vlastnosti si zachovava i z
dob pocitacu IBM PC.

Vlastnosti:
o) Form factor — tvar, vzhled a provedeni, CasteCné se fidi i zakladni deskou. Typy:
Tower - Micro/mini/middle/big
Desktop - (SFF, USDT, Minidesktop, desktop)
HTPC Desktop
Rack-mount
Blade
@ Standard — ATX, BTX, noncomplaint (mimo standard)
@ Ugel — b&zny pocitaé, server, HTPC, Embedded a industry platform

Co u skfini hlidat:

o) Velikost pozice pro zdroj (u malych skfini) a jeho typ

@ PocCet pozic na disky a pozic pro 5,25 zarizeni

@ Pocet ventilatord, resp. pocet pozic pro né (hlavné u hernich skfini)

o Material ze kterého je skfin vyrobena — chlazeni !!!

Vyrobci: Intel, Chieftec, Lian-Li, Silverstone, Asus, Coolermaster

Servery: HP, IBM, Dell, Acer, Intel, Fujitsu-Siemens



Skrine, zdroje, chlazeni

Napajeci zdroje, charakterem transformator, konvertuje z 230V na dané
napéti (u PC a servera 1,5/3/5 a 12V, u notebooku rizné)

Ma dva hlavni parametry:

o Vykon (ve W) — zac€ina na cca 65W a konci na cca 2,5kW.

o Uginnost (v %) — udava se i certifikace, ktera koresponduije s pfislusnymi procenty (Silver, Gold,
Platinum)

Déleni:

Pro desktopy — normovana velikost (ale pozor u nékterych modelu
mohou byt nékteré rozméry jiné), montuji se zezadu, napevno.
Vykony v rozmezi od 150W — 1,2kW. Uginnosti Silver a Gold,
Platinum vyjimec¢né. Disponuji velkym poétem standardnich
konektort, dnes u vétSich zdroju velké mnozstvi kabell pro grafické
karty, moznost odnimatelnych konektort

Pro servery — velikost rizna dle vyrobce a serveru, typicky zezadu
jako plugin zafizeni, vyjimecné napevno. Vykony v rozmezi od
400W do 2,4kW. Dnes s min. Gold certifikaci, ale pfechazi se na
Platinum

Pro notebooky a mini zarizeni — ve formé adaptérl, maiji rizné
vystupni napéti (obvykle kolem 18V), rizné vykony (od 65W do cca
130W), ucinnost se obvykle moc neuvadi. Nemaji interni chlazeni.



Skrine, zdroje, chlazeni

Chlazeni — dulezité pro vSechny pocitace

Chladit je potfeba stejnou, nebo vysSsi intenzitou, ktera odpovida prisluSnému

vykonu chlazeného pocitacCe

Chladici metody:
Pasivni — pomoci pasivniho bloku (heatsinku), pomoci materialt s rychlym odvodem tepla se
teplo odvadi mimo chlazené zafizeni. Obvykle se takto chladi procesory, nebo Cipové sady. Lze
se s tim setkat i u pevnych diskd (Velociraptor). Doplfiuje se o aktivni chlazeni. Soucasti
pasivniho chlazeni mohou byt i heatpipes.
Heatpipes — systém trubicek (obvykle médénych) naplnénych chladicim médiem, pomaha ucinnéji
odvadét teplo.

Aktivni

o Vzduch — pomoci ventilatort, podstatny smér proudéni, ventilator mize byt nasavaci,
nebo vysavaci. Vykon se méfi v otackach za minutu. (na CPU se obvykle toc¢i kolem 3000
otacCek, ve skfinich pak kolem 1500-2000 otacek, v serverech mohou byt dosahovany
nékolika tisicové hodnoty). Zakladni je funkce fizeni otacek.

o Voda — Ke zvyseni u€innosti vzduchového chlazeni se pouziva i voda, diky systému
vodniho Cerpadla dochazi k protlaceni studené vody pres zdroj (skrz upraveny heatsink),
tepla voda nasledné projde skrz chladici systém a vraci se zpét (je tedy obvykly uzavieny
systém). U serverl se pouziva voda jen v souvislosti s chlazenim celého racku.

o Jiné chladici médium - pro extrémni chlazeni Ize pouzit napf. tekuty dusik, nebo ole;.

Vyrobci: Arctic Cooling, Thermaltake, Scythe, Zalman



Periferie — k samostatnému
Zpracovani

Struktura tématu

Déeleni
Vypis béznych periferii
Vstupni zarizeni
Klavesnice
Mys
Scanner
Tablet
Vystupni zarizeni
Monitory
Tiskarny



